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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to an apparatus comprising: at least two polishing machines for simultaneously polishing both sides
of semiconductor wafers; one or more rotor discs which lie on a polishing cloth of a lower polishing plate of the polishing machines
and have recesses for receiving semiconductor wafers; a ceiling-mounted transport system for delivering a cassette which contains
semiconductor wafers to be polished; a vertical transport system associated with each of the polishing machines for transferring the
delivered cassette from the ceiling-mounted transport system and comprising an integrated wafer lifter for lifting the semiconductor
wafers to be polished out of the cassette; a robot which moves independently to the at least two polishing machines and comprises a
manipulator for transferring the semiconductor wafer to be polished from the wafer lifter, for inserting the semiconductor wafer to be
polished into one of the recesses and, after polishing is completed, for lifting the polished semiconductor wafer out of the recess; an
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X/y linear unit associated with each of the polishing machines comprising a wafer gripper for transferring the polished semiconductor
wafer from the manipulator of the independently moving robot and for depositing the polished semiconductor wafer in a wet transport
container having an integrated wafer receptacle; and a driverless transport vehicle for transporting the wet transport container to a
cleaning system for polished semiconductor wafers.

(57) Zusammenfassung: Die Einrichtung umfassend mindestens zwei Poliermaschinen zum gleichzeitigen beidseitigen Polieren von
Halbleiterscheiben; eine oder mehrere Lauferscheiben, die auf einem Poliertuch eines jeweiligen unteren Poliertellers der Polierma-
schinen liegen und Aussparungen zur Aufnahme von Halbleiterscheiben aufweisen; ein deckenmontiertes Transportsystem zum An-
liefern einer Kassette, die zu polierende Halbleiterscheiben enthilt; jeder der Poliermaschinen zugeordnet ein Vertikaltransportsystem
zum Ubernehmen der angelieferten Kassette vom deckenmontierten Transportsystem und aufweisend einen integrierten Scheibenheber
zum Herausheben der zu polierenden Halbleiterscheiben aus der Kassette; einen zu den mindestens zwei Poliermaschinen selbststéndig
fahrenden Roboter mit einem Manipulator zum Ubernehmen der zu polierenden Halbleiterscheibe vom Scheibenheber, zum Einlegen
der zu polierenden Halbleiterscheibe in eine der Aussparungen und, nach dem Abschluss einer Politur, zum Herausheben der polierten
Halbleiterscheibe aus der Aussparung; jeder der Poliermaschinen zugeordnet eine x/y-Lineareinheit mit einem Scheibengreifer zum
Ubernehmen der polierten Halbleiterscheibe vom Manipulator des selbststéindig fahrenden Roboters und zum Ablegen der polierten
Halbleiterscheibe in einen Nasstransportbehilter mit integrierter Scheibenaufnahme; und ein fahrerloses Transportfahrzeug zum Trans-
port des Nasstransportbehélters zu einer Reinigungsanlage fiir polierte Halbleiterscheiben.



